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１．概要（Summary ）： 
 マイクロ波電力ＦＥＴ、特に内部整合型ＦＥＴは大

面積チップを複数個搭載し、整合回路により外部イン

ピーダンスが約５０Ωに整合される。ＦＥＴチップの

ゲート電極と整合回路を繋ぐボンディングワイヤは

インダクタンスとして整合回路要素を構成するため、

低周波動作ではワイヤを長く（インダクタンスを大き

く）設計する。またインダクタンスを大きくするため

にワイヤ径は２５μｍφから３０μｍφ程度の細線

が使用される。このように細く長い配線は振動などで

傾いたり、破断する恐れがある。 
 これまでのマイクロ波電力ＦＥＴの用途は通信・レ

ーダが全てであり、静置して使われるため振動対策は

不要であった。しかし最近車載のニーズが強まってお

り、振動対策が緊急の課題となってきた。ボンディン

グワイヤに代わる耐振動対策として配線板を設計・試

作する。 
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